
北京国化新材料技术研究院有限公司文件北新材发〔2025〕 号

[bookmark: _GoBack]关于召开“2026(第十四届)氟材料高端应用及相关加工技术研讨会”的预通知

各有关单位：
氟材料作为新能源、半导体、生物医药等战略新兴产业的关键支撑材料，正迎来高端化、智能化、绿色化发展的新阶段。中国虽为全球最大氟化工市场，但在半导体用高纯氟材料、医用含氟高分子、先进加工技术等领域仍面临“卡脖子”难题。为促进氟材料在半导体制程、电子信息和医疗健康中的应用，突破高端氟材料加工技术与装备创新技术，我院拟定于2026年4月13-15日在苏州召开“FMC 2026(第十四届)氟材料高端应用及相关加工技术研讨会”。
本届会议将围绕“电子信息与半导体用氟材料”、“高端氟材料加工技术与装备创新”、“医疗健康与含氟新药”三大主题展开深入交流，同期同地举办2026化工新材料及精细化工大会暨展览会（ACMIE2026），共设20场专题研讨会，涵盖氟材料、半导体材料、液冷、热管理材料、有机硅、环氧树脂、固化剂、辐射固化、高纯石英、气凝胶、特种工程塑料、表面活性剂、特种纤维、胶粘剂、高端烯烃聚合物、甲基丙烯酸甲酯等重点方向。预计参会规模3000人，参加企业1500家、展示面积1万平米。具体如下：
一、组织机构
支持单位：中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会
中国氟硅有机材料工业协会
          浙江省氟化学工业协会
主办单位：北京国化新材料技术研究院
承办单位：ACMI氟材料研究所
支持媒体：氟化工、ACMI半导体材料、液冷与冷液、储能前沿、化工新材料
会议网址：www.acmi.org.cn
二、暂定日程
（一）时间地点
时间：2026年4月13-15日
地点：苏州狮山国际会议中心
地址：江苏省苏州市虎丘区金山东路78号
（2） 会议议程：
	4月13日
	签到、展览布展

	4月14日上午
	开幕式及主论坛

	4月14日下午
	主题一：电子信息与半导体用氟材料

	4月15日上午
	主题二：高端氟材料加工技术与装备创新

	4月15日下午 
	主题三：医疗健康与含氟新药

	[bookmark: _Hlk197017047]4月13-15日
	2026化工新材料及精细化工大会暨展览会（ACMIE2026）
2026亚洲硅业科技大会及展览会AST2026
2026全国催化剂及催化技术交流博览会


*报名本会可免费参加同期其他活动，日程详见附件3
三、收费标准
（一）参会费用
	[bookmark: _Hlk214886406]日期
	1人
	2人
	3人及以上

	3月15日前
	2800元/人
	2500元/人
	2200元/人

	3月15日后及现场
	3200元/人
	2900元/人
	2600元/人


学生半价。费用含会议费、餐饮（中餐和晚餐）及其它杂费。住宿统一安排，费用自理。
（二）参展费用
	[bookmark: OLE_LINK3]展位类型
	1F 展馆展区
	2F 会议展区
	优惠政策

	标展展位/9㎡
	15000元/个
	16800元/个
	1、2月15日前可享8折，3月15日前可享8.8折。
2、每9m2标配2个参会名额，上限为6人。

	光地特装/18㎡起
	1380/㎡
	1580/㎡
	


备注：光地及特装展位不含设计、搭建和展具租赁费用。
汇款帐户信息（汇款时请注明“FMC氟材料会议”）:
	户  名
	北京国化新材料技术研究院有限公司

	开户行
	中国工商银行股份有限公司北京中航油支行

	账  号
	0200 2282 0902 0125 456


（三）商务合作
接受赞助发言、展位、会刊广告、资料袋广告、挂绳、宣传册装袋、易拉宝等各类商务合作，详询会务组。
四、联系方式
李晓庆15201692950 lixiaoqing@acmi.org.cn
彭雪丽18971342309 pengxueli@acmi.org.cn
方  撰13021397415 fangzhuan@acmi.org.cn

附件1：大会及分论坛拟邀议题
附件2：参会回执表
附件3：同期其他活动日程



北京国化新材料技术研究院有限公司
                          二〇二五年十二月十二日
附件一：大会及分论坛拟邀议题
一、开幕式及主论坛
1、嘉宾致辞
主办方及联合会领导致辞
国际相关行业组织代表致辞
大会主要赞助单位代表致辞
2、主旨报告
院士作前沿技术报告
国家产业主管部门及行业协会专家解读政策
全球龙头企业负责人分享产业实践
著名经济专家分析宏观形势与市场前景
3、嘉宾巡展
领导、院士及与会嘉宾巡视展区
二、电子信息与半导体用氟材料分论坛
1. 中国湿电子化学品的发展现状与展望；
2. 应用于先进制程的高纯电子化学品品质要求；
3. 半导体制程用含氟电子特气的应用与开发；
4. 新型氟化液制备与应用研究进展；
5. PFA管件在半导体及其他高端领域的应用；
6. 基于高频通讯用PTEE复合材料成型关键问题探讨；
7. 氟橡胶O型密封圈在半导体制程中的应用；
8. 衬氟设备在高纯电子化学品行业的应用；
9. 半导体制造管路用高纯隔热涂料；
10. 含氟聚酰亚胺的制备及应用性能研究进展；
11. 氢氟醚的合成及其在半导体清洗和程序控温的应用；
12. 氟材料在光通信领域中的应用研究；
13. 含氟类环保绝缘气体及电力装备研究进展；
14. 改性聚四氟乙烯的性能及在半导体等领域的应用；
15. 有机含氟化学品在电子电力行业的应用研究。
三、高端氟材料加工技术与装备创新分论坛
1. 高端氟材料加工技术的创新路径与产业化实践；
2. 全氟磺酸树脂熔融加工关键技术突破与装备集成；
3. 含氟聚合物微纳结构成型技术：从实验室到智能制造；
4. 超临界流体辅助氟材料加工新技术；
5. 氟材料连续化挤出装备的创新设计与智能控制；
6. 高纯度氟聚合物管材生产线的自主化研发与应用；
7. 基于数字孪生的氟化工反应器优化与过程强化；
8. 面向氢能产业的氟材料双极板加工技术与装备创新；
9. 柔性氟材料在可穿戴电子器件中的加工挑战与解决方案；
10. 氟材料3D打印技术及装备适配性开发；
11. 面向5G/6G通信的液晶氟聚合物（LCP）薄膜流延技术与装备；
12. 辐射技术改性氟化物的进展及其在新能源中的应用；
13. 特种氟橡胶注射成型机的动态硫化与精密计量技术；
14. 新型高效节能裂解炉的开发；
15. 工业智能控制技术创新驱动氟化工转型升级。
四、医疗健康与含氟新药分论坛
1. 含氟医药中间体产业链发展现状及未来机遇；
2. 欧盟PFAS禁令对含氟新药研发及生产的影响评估；
3. 含氟砌块在合成含氟药物方面的应用；
4. 高端含氟医药用试剂的合成研究；
5. 三氟甲基/二氟甲基化反应最新研究进展；
6. 含氟抗肿瘤新药研发；
7. 含氟药物原料药研发与市场分析；
8. 含氟小分子靶向药物最新研发进展及市场分析；
9. 含氟抗感染药物的市场现状及展望；
10. ePTFE在美学整形领域的应用；
11. 氟树脂在药物涂层/覆膜支架中的研究；
12. PVDF膜在生物医学等领域的应用研究；
13. 医用防护服用PTFE膜研究及其制备方法；
14. 医用级PTFE定向拉伸膜微孔控制关键技术；
15. 静电纺丝氟聚合物纳米纤维支架。
更多报告征集中…
[bookmark: _Hlk507406114][bookmark: _Hlk140046069]


附件二：  
	会议名称
（一票通用，可在您最关心的会议前打√）
	 2026（第十四届）氟材料高端应用及相关加工技术研讨会
 2026半导体关键材料与应用技术交流会
[bookmark: OLE_LINK10] 2026（第三届）液冷技术创新与市场应用论坛
 2026国际先进热管理材料技术交流会

	企业名称*

	

	税号*
	

	发票类型*
	电子专票□                 电子普票□

	经营产品
	（限填3种，将录入会议名录展示）

	参会代表
	姓  名
	职  务
	手  机
	电子邮箱

	详细信息*
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	参会费用*
	日期
	1人
	2人
	3人以以上

	
	3月15日前
	2800元/人
	2500元/人
	2200元/人

	
	3月15日后及现场
	3200元/人
	2900元/人
	2600元/人

	
	        整  ￥：       元
（含会费、资料、餐饮，学生半价，汇款注明：FMC氟材料会议）
温馨提示：报名FMC氟材料会议，可免费参加同期所有活动

	付款方式*
	户  名：北京国化新材料技术研究院有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司北京中航油支行
账  户：0200 2282 0902 0125 456

	住宿信息*
	会议酒店： 
标准大床房   元/天（含早）   间；标准双床房   元/天（含早）   间；填数字0、1或2或3 
协议酒店： 
标准大床房   元/天（含早）   间；标准双床房   元/天（含早）   间；填数字0、1或2或3 
宿时间：＿月＿日至＿月＿日   共   天（4月13日报到，14-15日两天会议）
（因房间有限，未提前支付会议费的，住宿请自行安排。会务组仅负责提前预留房间，预留房间截止日期3月28日)

	会务组
	李晓庆15201692950 lixiaoqing@acmi.org.cn
彭雪丽18971342309 pengxueli@acmi.org.cn
方  撰13021397415 fangzhuan@acmi.org.cn

	提示：*为必填项。参会单位请把报名表Email至会务组(以上一人即可)，以便制作通讯录等资料。


参 会 回 执 表

附件三：同期其他活动日程
	4月13日全天

	注册、签到、展览

	4月14日上午

	2026化工新材料及精细化工大会暨展览会主论坛
	主题一：化工新材料
主题二：精细化工

	4月14日下午-15日全天

	2026（第二届）亚洲有机硅技术交流会
	主题一：亚洲各地有机硅宏观趋势
主题二：有机硅技术前沿与未来应用场景

	2026（第二十八届）有机硅精细化学品技术交流会
	主题一：新能源汽车用有机硅
主题二：新能源与储能用有机硅
主题三：医疗健康与个人护理

	2026国际先进热管理材料技术交流会
	主题一：热界面材料
主题二：新型导热材料
主题三：高导热封装材料

	2026（第三届）高纯石英材料技术及应用高峰论坛
	主题一：高纯石英提纯工艺及综合利用
主题二：高纯石英前沿技术
主题三：石英制品加工工艺及终端应用

	2026（第二届）气凝胶制品新技术新应用交流会
	主题一：气凝胶材料与制品创新
主题二：建筑与工业保温用气凝胶制品
主题三：新能源、储能用气凝胶制品

	2026(第十四届)氟材料高端应用及相关加工技术研讨会
	主题一：电子信息与半导体用氟材料
主题二：高端氟材料加工技术与装备创新
主题三：医疗健康与含氟新药

	2026（第三届）液冷技术创新与市场应用论坛
	主题一：液冷技术革新与前沿发展
主题二：高效液冷系统解决方案与应用实践
主题三：液冷材料与关键部件

	2026半导体关键材料与应用技术交流会
	主题一：光刻胶
主题二：湿电子化学品
主题三：电子气体

	4月14日下午-15日全天

	2026钙钛矿电池技术与应用交流会
	主题一：钙钛矿电池材料技术创新
主题二：钙钛矿电池生产工艺与设备
主题三：钙钛矿电池应用与产业化

	2026（第十五届）环氧树脂高端应用技术交流会
	主题一：特种环氧树脂
主题二：复合材料

	2026有机胺及改性胺产业论坛
	主题一：有机胺
主题二：改性胺

	2026年电子胶技术与应用创新发展论坛
	主题一：电子胶技术
主题二：电子胶应用创新

	2026年辐射固化创新发展论坛
	主题一：单体/树脂/光引发剂
主题二：涂料及油墨
主题三：胶粘剂及其他

	烯·聚2026乙烯下游高端聚合物发展研讨会
	主题一： UHMWPE
主题二：EVA

	2026（第六届）丙烯酸酯及甲甲酯产业链发展论坛暨丙烯酸酯高端应用交流会
	主题一：丙烯酸、MMA、SAP树脂
主题二：丙烯酸特种酯单体
主题三：丙烯酸酯聚合物、乳液/树脂/胶黏剂

	特塑·热点|2026（第二届）特种工程塑料产业峰会
	主题一：尼龙
主题二：聚酰亚胺
主题三：PMMA

	2026（第十二届）表面活性剂高端应用技术交流会
	主题一：个人护理与家居护理
主题二：工业清洗与润滑
主题三：化纤与皮革助剂
主题四：农化助剂

	2026全国催化剂技术交流会及展览会
	主题一：绿色能源催化
主题二：石油化工与精细化工催化
主题三：催化新材料与表征技术

	2026国际化工新材料合作与出海峰会
	主题：国际化工新材料合作与出海

	2026化工新材料中试小试技术及装备研讨会
	主题：化工新材料中试小试技术及装备
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